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投资要点

 市场整体：本周（2024.11.11-11.15）市场大盘整体下跌，上证指数跌 3.52%，

深圳成指跌 3.70%，创业板指跌 3.36%，科创 50 跌 3.78%，申万电子指数跌

4.15%，Wind半导体指数跌 4.99%。外围市场，费城半导体指数跌 8.64%，台

湾半导体指数跌 4.62%。细分板块中，周涨跌幅前三为半导体材料（-0.64%）、

消费电子（-2.01%）、集成电路封测（-2.63%）。从个股看，涨幅前五为和而泰

（+51.09%）、有研新材（+42.61%）、视声智能（+35.94%）、*ST美迅（+23.30%）

和福立旺（+21.68%）；跌幅前五为: 蓝黛科技（-33.09%）、华映科技（-31.27%）、

光智科技（-21.45%）、格林精密（-20.08%）和波导股份（-18.67%）。

 行业新闻：三星回应“将暂停向部分客户供应 7nm 及以下制程”传闻：

无法评论与客户相关事宜。关于日前媒体报道三星或将暂停对部分客户 7nm及

以下先进制程代工服务的消息，三星半导体方面今日回复《科创板日报》记者

称：“我们无法评论与客户相关的事宜。”另据一名算力芯片企业的股东人士称，

三星与台积电近日向他所投资的企业发送邮件，要求客户配合核查投片资质。

百度发布首款 AI眼镜。百度正式发布全球首款搭载中文大模型的原生 AI眼镜

——小度 AI眼镜。在一众 AI原生硬件昙花一现的 2024年，Meta Ray-Ban 智

能眼镜卖出 300多万台，几乎是目前最成功的 AI硬件。百度在发布首款 AI眼

镜时虽然没有提到Meta Ray-Ban，但从产品形态和功能来看，也在沿着这些被

验证的产品设计靠近。小度科技 CEO李莹表示，小度 AI眼镜是小度软硬智能

化的集大成之作。这款眼镜计划明年上半年正式上市，价格尚未公布。SEMI

报告：2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长 6%。2024年第三季度，全球硅

晶圆出货量环比增长 5.9%，达到 3214 百万平方英寸（MSI），比去年同期的

3010百万平方英寸增长 6.8%。第三季度硅晶圆出货量延续了今年第二季度开

始的上升趋势。整个供应链的库存水平有所下降，但总体上仍然很高，对用于

人工智能的先进晶圆的需求仍然强劲。然而，汽车和工业用途的硅晶圆需求仍

然疲软，而手机和其他消费品对硅的需求有一些改善。因此，2025年可能会继

续呈上升趋势，但总出货量预计尚未恢复到 2022年的峰值水平。

 重要公告：【长电科技】根据股东国家集成电路产业投资基金、芯电半导

体与磐石润企签署的股权转让协议约定，拟对公司董事会进行改组。董事/董事

长高永岗先生，董事彭进先生、张春生先生辞职。【凌云光】拟通过全资子公

司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光以现金形式收购由 JAI GROUP

HOLDINGApS控制的 JAI的 99.95%股权，交易对价预计为 1.03亿欧元。【华

海诚科】正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子 100%的

股权同时募集配套资金。公司股票自 2024 年 11月 12 日（星期二）开市起开
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始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

投资建议

 AI带来消费电子新一轮创新周期。手机、PC等主要智能终端加速搭载 AI

功能，适配 AI负载。同时，AI加速消费电子新硬件形态创新，国内外硬件厂

商、互联网公司积极推出 AI眼镜、AI耳机等产品，寻找新的 AI应用场景。

产业链上游具备技术实力的零部件、元器件供应商有望在此轮消费电子终端创

新中受益。近期，台积电、三星 7nm及以下制程对国内供应趋严，先进制程及

相关制造设备自主可控将成为长期趋势，对国内产业链公司来说，机遇与挑战

并存。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和

先进封装需求，及 AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。

 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。
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1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.11.11-11.15）市场大盘整体下跌，上证指数跌 3.52%，深圳成指跌 3.70%，创

业板指跌 3.36%，科创 50 跌 3.78%，申万电子指数跌 4.15%，Wind半导体指数跌 4.99%。外

围市场，费城半导体指数跌 8.64%，台湾半导体指数跌 4.62%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅半导体材料、消费电子、集成电路封测领先

资料来源：Wind，山西证券研究所
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图 3：月涨跌幅集成电路封测、半导体设备、分立器件表现领先（30日滚动）

资料来源：Wind，山西证券研究所

图 4：年初至今半导体设备、集成电路封测、元件表现领先

资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E高于历史平均值 图 6：多数板块当前 P/B处于历史平均值附近

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所
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1.3 个股公司行情

从个股情况看，和而泰、有研新材、视声智能、*ST美迅和福立旺涨幅领先，涨幅分别为

51.09%、42.61%、35.94%、23.30%和 21.68%；蓝黛科技、华映科技、光智科技、格林精密和

波导股份跌幅居前，跌幅分别为 33.09%、31.27%、21.45%、20.08%和 18.67%。

图 7：本周个股涨幅前五 图 8：本周个股跌幅前五

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速 图 10：分地区半导体销售额

资料来源：WSTS，山西证券研究所 资料来源：WSTS，山西证券研究所
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图 11：中国集成电路行业进口情况 图 12：中国集成电路行业出口情况

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额 图 14：北美半导体设备销售额

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额 图 16：全球硅片出货面积

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：SEMI，山西证券研究所



行业研究/行业周报

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 9

图 17：NAND现货平均价 图 18：DRAM现货均价

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 19：半导体封装材料进口情况 图 20：半导体封装材料出口情况

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 21：半导体封装材料进出口均价

资料来源：Wind，山西证券研究所
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图 22：晶圆厂稼动率（%）

资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）

资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间 拟增持 拟减持 拟回购 拟并购 拟定增

2024年 11月 11日 卓胜微、锴威特、金百泽

2024年 11月 12日 麦捷科技、顺络电子 华海诚科 光华科技

2024年 11月 13日 ST新亚 敏芯股份 天键股份
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时间 拟增持 拟减持 拟回购 拟并购 拟定增

2024年 11月 14日 东尼电子 全志科技、联创电子 民德电子、凌云光

2024年 11月 15日
微导纳米、易天股份、

美格智能

英唐智控

2024年 11月 16日 盈趣科技 京东方 A

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间 内容 来源

2024年 11月 11日

中国台湾官员：台积电目前被禁止在海外生产 2nm芯片。中国台湾经济部门官员

郭智辉近日表示，中国台湾的技术保护规则禁止台积电在中国台湾以外生产 2纳米

芯片，因此该公司必须将其最尖端的技术留在当地。郭智辉发表上述言论是为了回

应人们对美国前总统特朗普再次当选下一任美国总统后，台积电可能被迫提前在其

亚利桑那州晶圆厂生产先进的 2纳米芯片的担忧。郭智辉补充道：“尽管台积电未

来计划在海外生产 2纳米芯片，但其核心技术仍将留在中国台湾。中国台湾限制芯

片制造商在海外生产的芯片至少比其当地工厂落后一代。根据台积电的海外制造路

线图，该公司计划在本十年末在美国生产 2纳米或更先进的芯片，届时其位于亚利

桑那州的第二座晶圆厂将采用 3纳米和 2纳米工艺技术，并于 2028年投入运营。

集微网

2024年 11月 12日

三星回应“将暂停向部分客户供应 7nm及以下制程”传闻：无法评论与客户相关

事宜。关于日前媒体报道三星或将暂停对部分客户 7nm及以下先进制程代工服务

的消息，三星半导体方面今日回复《科创板日报》记者称：“我们无法评论与客户

相关的事宜。”另据一名算力芯片企业的股东人士称，三星与台积电近日向他所投

资的企业发送邮件，要求客户配合核查投片资质。

科创板日报

2024年 11月 12日

百度发布首款 AI眼镜。百度正式发布全球首款搭载中文大模型的原生 AI眼镜—

—小度 AI眼镜。在一众 AI原生硬件昙花一现的 2024年，Meta Ray-Ban智能眼镜

卖出 300多万台，几乎是目前最成功的 AI硬件。百度在发布首款 AI 眼镜时虽然没

有提到Meta Ray-Ban，但从产品形态和功能来看，也在沿着这些被验证的产品设计

靠近。百度的 AI眼镜搭载文心大模型，同时搭载 DuerOSAI原生操作系统，在自

然语言交互、多模态感知和拟人化呈现方面表现出色。硬件方面，这款眼镜搭载

1600万像素的超广角摄像头，远超行业标准。通过采用 4麦克风阵列设计，小度

AI眼镜不仅可以更立体地进行声音的捕捉，保障嘈杂环境下通话的清晰度，还能

够更准确地识别声源的方向。和Meta Ray-Ban等产品类似，这款眼镜也是通过不

搭载显示屏来保证长续航。重量达到了 45克，比Meta Ray-Ban轻 4克。小度科技

CEO李莹表示，小度 AI眼镜是小度软硬智能化的集大成之作。这款眼镜计划明年

上半年正式上市，价格尚未公布。

APPSO

2024年 11月 13日

SEMI报告：2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长 6%。根据 SEMI旗下的 Silicon

Manufacturers Group(SMG)发布的最新硅晶圆季度分析报告，2024年第三季度，全

球硅晶圆出货量环比增长 5.9%，达到 3214百万平方英寸（MSI），比去年同期的

SEMI
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时间 内容 来源

3010百万平方英寸增长 6.8%。SEMI SMG主席、Global Wafers副总裁李崇伟表示：

“第三季度硅晶圆出货量延续了今年第二季度开始的上升趋势。整个供应链的库存

水平有所下降，但总体上仍然很高，对用于人工智能的先进晶圆的需求仍然强劲。

然而，汽车和工业用途的硅晶圆需求仍然疲软，而手机和其他消费品对硅的需求有

一些改善。因此，2025年可能会继续呈上升趋势，但总出货量预计尚未恢复到 2022

年的峰值水平。”

2024年 11月 13日

英伟达和软银集团试运行世界上第一个人工智能（AI）和 5G电信网络。根据英伟

达的说法，这是计算领域的突破，为电信运营商打开了潜在价值数十亿美元的人工

智能收入流。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和 5G工作负载，这一

组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。其应用将包括自动驾驶汽

车远程支持和机器人控制。软银集团首席执行官孙正义表示：“现在有了这个我们

密切连接的智能网络，它将成为日本基础设施智能的一个大脑。这将是惊人的。其

他所有电信公司都将不得不追随这一新浪潮。”英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋

则称，这一网络将能够并行处理 AI任务和 5G数据流，为电信提供商开辟了新的

收益可能。此外，该平台还为自动驾驶、远程机器人控制等未来技术应用提供强大

的基础设施支持，且更有效地降低电力消耗。据他所说，软银是首批收到其新的

Blackwell芯片设计的公司。

科创板日报

2024年 11月 14日

2024年第三季度，AI PC市场份额提高至 20%。2024年第三季度，AI PC出货量

达到 1330万台，占本季度 PC总出货量的 20%。AI PC是指台式机和笔记本，其中

配备专门用于 AI工作负载的芯片组或模块，如 NPU。随着此类设备供应量的增加，

AI PC连续增长 49%。Windows设备首次在 AI功能 PC出货量中占据多数，市场

份额达到 53%。尽管Windows 11更新周期和处理器路线图将继续推动 AI PC的普

及，但未来的关键挑战将是如何说服客户为即将爆发的端侧 AI应用做好前瞻性的

准备。在 AI PC的发展路线图上，第三季度保持强劲的步伐。搭载 Snapdragon X

系列芯片的 Copilot+PC迎来了其首个完整的供应季，而 AMD也推出了 Ryzen AI

300系列产品，英特尔则正式发布其 Lunar Lake系列。然而，两家 x86芯片厂商仍

在等待微软为其产品提供 Copilot+PC的支持，并预计将于本月推出。

Canalys

资料来源：集微网，科创板日报，APPSO，SEMI，Canalys，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。
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